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(57) Abstract: The invention relates to a method for laser micro-dissection 
wherein a set cutting line is marked in relation to an object which is to be cut out 
in a microscopic preparation and the object is subsequently cut out by means 
of a relative movement between a laser beam and the preparation. The method 
is characterized in that at least one electronic image of at least one picture de- 
tail of the preparation is captured, the picture detail is processed analytically, 
wherein at least one object to be cut out is automatically determined, and the 
set cutting line is automatically determined around the at least one object to be 
cut out. In one advantageous embodiment, the associated laser cutting line is 
also produced automatically. 

(57) Zusammenfassung: In einem Verfahren zur Laser- Mikrodissektion wird 
zu einem auszuschneidenden Objekt in einem mikroskopischen Praparat eine 
SoU-Schnittlinie markiert und anschliessend das Objekt mittels einer Relativ- 
bewegung zwischen l^serstrahl und Praparat ausgeschnitten. Das Verfahren 
zeichnet sich dadurch aus, dass ein elektronisches Bild zumindest eines Bild- 
ausschnittes des Praparats aufgenommen wird, dass der Bildausschnitt bild- 
analytisch bearbeitet wird, wobei mindestens ein auszuschneidendes Objekt 
automatisch ermittelt wird, und dass anschliessend die Soll-Schnittlinie um 
das mindestens eine auszuschneidende Objekt automatisch bestimmt wird. In 
einer vorteilhaften Ausgestaltung wird zusatzlich die zugehdrige LaserschniU- 
linie automatisch eizeugt 



wo 2005/040762 Al lllllliiliniiliililillliliniliilinilllllillililll 



KG. KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA. MD. 
MG, MK, MN, MW, MX, MZ. NA, NI, NO, NZ, OM, PG, 
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE. SG, SK. SL, SY, TJ, TM. 
TN, TR, TT, TZ, UA. UG, US, UZ, VC. VN, YU. ZA, ZM, 
ZW. 

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fUr 
jede verfUgbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, 
GH, GM, KE, LS. MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, 
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, 
TJ, TM), europaisches (AT, BE. BG, CH. CY. CZ. DE, DK. 
EE, ES, H, FR, GB, GR, HU, IE, IT. LU, MC, NL. PL. PT, 
RO. SE, SI, SK. TR). OAPI (BF, BJ. CF. CG. CI. CM. GA. 
GN. GQ, GW. ML, MR, NE, SN, TD, TG). 

ErkJarungen gemaB Regel 4.17: 

— hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu 
beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) fur die 
folgenden Bestimmungsstaaten AE, AG, AL, AM, AT, AU, 
AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, 
CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, Fl, GB, GD, GE, 



GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, 
LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, 
MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, 
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, 
UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ARIPO Patent (BW, GH, 
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 
europdisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, 
ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, TT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, 
SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ. CF, CG, CI, CM, GA, 
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG) 

— Erfindererkidrung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur fiir US 

VeroffentUcht: 

— mit iniemationalem Recherchenbericht 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
per -Gazette verwiesen. 



